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1 

R^chreibun* eine den Ausgangs-Pads des Chips gegenuberuegende 

Bescbreibung Offnung aufweist Letztere L5sung erlaubt es. mehrere 

der Ausgangsbereiche ernes Chips rat mtegnerter ^^^^SS^ e e d . ecurei g veree he n ist,die 

Schaltung und einen unter V«™*«« Verfah- 5 ^^^^^ bt Die' den Ausgangs- 

rens gefertigten Mehr-Onp-ModuL Bereiche^ wie aie ™. f^XL^ ee eenuWueBenden Rander der Off- 

M ?iK JK&MStS3£ AnschUn der Ausgangs-Pads eines Chips mte- 

ilrh^riSMOTtionene,rudenaxiaIenBereichen » grierter Schaltung vorzuschlagen. bei welcher wenig- 

tS^^SSSXSS^Ledm bzw. Pads 18 .^^der^^i-^PwIto — 

Sftli^ ^S^^^Verfahrenvor^ 

mittels des ^T^ii^^S AnschlieBen von Ausga^gsbereichen eines Chips mit-in- 

Chip) ^^^Z^^^d^C^Tmg^- derOberseitedesChipsangeordnetsind undzunnn- 

*r P.ds fatal to » ^ Man «m »»« V«rd^tu» 8f rfw«r 

Gold-Driihten 0*ore t»°™ST* wie 516 1 zwehe AnschluBbereiche langs wcnigstens eines zwei- 

9 mm breit) die Verdrahtung mit ««"^?°£tt« ™ ^SSSJiSite etaerseits zwischen 

k6 n„ C ™eiter Nachteil dieser axialen Anordnungen sehen ist. oder ein Silizium-Substrat ™» A*™™??^ 

JK^SHK^ eLTAchTdes Chips angebracht werden. wenn der 

S^-Kt^il^iJg^ ^^IrfauTr^^rdie Chips 

der unteren ^f^^M^X^ln- gem^^rSlnlnalen Anordnung zu stapeln. 

zu umgehen, konnte durch erne dacnziegeiarug s won g „ . Ausfuhrungsform ernes erfin- 

^W^fflffi^ duSget^nM^^p-Modulsfbei der die Chips 

werden (siehe EP-A-0 614 190). Uas unuenen dzw. ver e 6 „ ^ au fweisen und jeweils eine Reihe 

legen (reroutage) der ^g^^StSS 3 £ ^n A^^chT^en, die zu ihren langen 

scheidungen dunner ^ m ^^^ 1 ^J^ f ^ l sSmmwIW verlaufen, sind zur Bildung einer ersten 

Oberseite des die Ausgangs-Pads umfassenden Chips Seller "P"^™?™^ ^ q^s a J ^ Su bstrat 

bewerkstelligt Diese P«*fid«^L^ r weisen * ^'^^P^^^ 
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^tSS^aSSS ^IrSL——- Mehr^p-Moduls 

ffiJJ^fi*^^*^ s "&7 eine schematische&itenanacht draModuls 

Ctos veZfender, elektrischer Verbindungen verbun- « einander ausgerichtet and. Auf jedender beiden Chips 

aZ P 2V vLrbtadunBsdrahte and zwischen die 16 klebt man zwei quadratische Verdrahtungsadapter 

S unddie Ausgangsbereiche des ersten Chips der ligen Chips einnehmen. Jeder Verdrahtungsa^p er : 22 

erSenll 2 ee^chweiBt, zweite Verbindungsdrahte sind weist AnschluBbereiche bzw. AnschluB-Pads 24 auf. die 

She^/emerA^chJuBbereiche desSn Ver- 20 Umgs ernes ersten Rands 26 --l""*"""^^ 

^htu^gsadaoters und die Ausgangsbereiche des Chips tere AnschluBbereiche tew AnschluB-Pads 28, die langs 

d^^£ugTgSweiBt.dT^Verbmdungsdrahte eines zum ersten Rand 26 orthogonal verlaufemien 

Sd^Sen dte Wten AiscUuBbereiche des zwei- zweiten Rands 30 angeordnet and. Die AnschluB-Pads 

« vSSSSSSS^ und die ersten AnschluBbe- 24 und 28 sind miteinander fiber Uiterbahnen 32 ver- 

SSISSSBStB^^ ^ b ^'ersteRand26jede S Adapten ^ferNahe 

rn^hhTBh^rricteder ersten Verdrahtungsadapters einer Reihe von Ausgangs-Pads 14 des duunttrtiflgn- 

ISlSSSl ^Ber^chedStraugeschSt den Chips angeordnet, und Verbindungsdrahte 34 and 

In emeVzweS Ausffihningsfom? in der die Chips zwischen die diesem ersten Rand 26 benachbarten An- 

rechtSeSche Gestalt .ufeeten und jeweils we- 30 schluB-Pads 24 und die Ausgangs-Pa<fc >14 dieserReihe 

nSS fSeSE von Ausgangsbereichen umfassen, geschweiBt Der zweite Rand 30 jedes Adapters 22 at m 

3f Da^lteTzu^en kurzen S*iten verlaufen und in der der Nahe des Umfangs des darunteri.egenden Chips 

SlKner Sachse angeordnet sind, sind zur Bil- langs dessen langer Seite angeordnet Verbmdungs- 

wane emer m J^^ **» weniestens zwei drahte 36 sind zwischen die diesem zweiten Rand 30 

A^iSt^JS^^S^^Si 35 benachbarten AnschluB-Pads 28 und leitf^ge Bereiche 

Seitentmd ihrV RefcVvon Ausgangsbereichen zueinan- bzw.leitfahige Pads 38 geschweiBt, welche auf dem Sub- 

derausSch7el sind lund zweibnge Seiten jeweils be- strat20inder Na^derlangenSe,tedes(^vorg«e- 

n^chbtrt rind, und sind zur Bildun? einer zweiten Lage hen ^±^^^1^^^^^^% 

von Chios weniestens zwei zusatzliche Chips mit ihrer Chips fiber die Drahte 34, 36. die AnschluB-Pads 24, 28 

SSLIrfSSobSSte der beiden benachbarten 40 und die Bahnen 32 mit dem .Substrat verbunden, wobe. 

SSTte S>S geklebt, wobei die Chips der die Drahte 34, 36 dank der Verdrahtungsadapter relaay 

7w<>iten Laee mit ihren kurzen Seiten und ihren Reihen kurz sein konnen. 

vo ^ A^ibeSen ^rallel zur Richtung der lan- Das Substrat 20 unrfaBt lucht d^gestelhe Leiter zum 

gen SdSTfitoteSegwden Chips aulgerichtet Verbinden der leitfahigen Pads 38 mit der Umgebung 

anffeordnet sind und mit ihren jeweiligen langen Seiten 45 desModuls. • „„ Va 

Z AbSnd voneinander angeordnet sind, so daB die Der Verdrahtungsadapter 22 1st bspw. aus emem Ke- 

Rrih^n^on AuSa^gsbereichen der darunterliegenden ramikplattchen geringer Dicke gebflde^ auf welchem 

^i frln^S^zwei Verdrahtungsadapter die AnschluB-Pads 24. 28 und die Leiterbahnen 32 mit- 

^W,rSto* itenLaeeWdiaBonal tels einer herkoinmlichen Drucktechnik, insbesondere 

^Mt^^^^l^^AZ 50 Siebdrucktechnik, dicklagig gebildet sind. Zum Aufkle- 

SSS£S!£ dieser vlrdrahhuigsadapter langs ben der Verdrahtungsadapter 22 setzt man emen hoch- 

zweS^eSer orthogonaler RUnder verteflt sind. reinen. elektrisch isoherenden Weber eui. der erne ^mitt- 

dk tewete riner Reihe von Ausgangsbereichen des lere Nachgiebigkert bzw Biegsamkeit aufweist, urn die 

Sds auf wSnSr Adapter geSebt ist, sowie zu Absorption unterschiedBcher Dehnungen zu mno^- 

^lS?t2rA«wb«ichi eines darunterlie- » chen. gleichzeitig edoch die UtraschaUenergw beirn 

«^den CWDXnSarTund mit Ausgangsbereichen AnschweiBen der Verbmdungsdrahte34 ^.36(dieser Vor- 

S^SSS^^^^^^"^- gang wird in der Fadisprache auch ak "Bonden' be- 

d^er Keinen jeweus uocr *u B zeichnet) nur geringffigig zu dampfen. Es kann dies em 

^SeSStn und VorteUe der Erfindung er- Kleber iines Li de%onUge von Hybndschaltungen 

eebensten SSder nachfolgenden Beschreibung bevor- M MufigemgesetztenTVps mux bspw . emer der unter den 

f ugter jedo* nicht beschrankender Ausffihrungsbei- Bezeichnungen Epoteck oder Ablefilm. bekannten Kle- 

spiele 'mit Bezug auf die beigeffigten Zeichnungen. m ben g ^ y ^ ^ ^ ^ ^ 

rSTbis 4 die vorstehend diskutiert wurden, sche- des in Rg. 2 dargestellten Typs auf einem Substrat 20. 

matffche Draufsfehten verschiedener Arten von Chips « Der einfacheren DarsteUung der Rg. 6 halber smd d,e 

SS^bKdch- die Ausgangsbereiche an anderen AnscWge d^Ch.^ untere^ U^eser Rg. 6 

^T^^^^^^orr, 42 gebdde^ die mit ihren 
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Unterseiten auf das Substrat 20 geklebt sind wobei ihre 
kurzen Seiten zueinander ausgerichtet und ihre beiden 
langen Seiten 41 bzw. 43 einander benachbart sind Eine 
zweite Lage ist von einem zusatzlkben Chip 44 gebildet, 
der mit seiner Unterseite auf die Oberseiten der Chips 
40, 42 der ersten Lage geklebt ist Der Chip 44 der 
zweiten Lage ist derart angeordnet, dafl seine kurzen 
Seiten zu jenen der darunterliegenden Chips 40, 42 aus- 
gerichtet sind. Jeder Chip 40,42,44 umfaBt eine Reihe 



9 



axialer Ausgangsbereiche bzw. Aus^Pa* <£dta I0 ^eT^^^a • AnM ^ 

zuihren langen Seiten paraliel veriai5Xr f^fnlS ^! 10 lZM™J&g?*. ? cmes weiteren 



hufend ausgerichtet, und ihre langen Seiten sind von 
dem zentralen Teil der Anordnung im Abstand anee- 
ordnet 6 

Die Anordnung der Fig. 8 und 9 verwendet vier qua- 
dratische Verdrahtungsadapter 72, die auf die Obersei- 
ten der Chips 16B der zweiten Lage geklebt sind Erste 
AnschluBbereiche bzw. AnschluB-Pads 74 jedes Adap- 
ters 72 sind langs der beiden orthogonalen Rfinder 76^ 78 
verteilt, und zweite AnschluBbereiche bzw. AnschhiB- 



zu ihren langen Seiten parallel verlauft Der Chip 44 der 
zweiten Lage ist derart angeordnet, daB die axialen Aus- 
gangs-Pads 46 der Chips der ersten Lage freih'egen. 

Wie in Fig. 6 und 7 links dargestellt ist, sind die Chips 
ausreichend breit, um die direkte Verdrahtung zum Sub- 
strat der axialen Ausgangs-Pads der ersten Lage zu den 
leitfahigen Bereichen bzw. leitfahigen Pads 48 des Sub- 
strats 20 mittels Verbindungsdrfihten 50 zu ermdglichen. 
welche parallel zu den kurzen Seiten veriaufen und kein 
zu grofies Lange/Durchmesser-VerhaJtnis aufweisen. 

Im Gegensatz hierzu ist eine derartige direkte Ver- 
drahtung fur den Chip 44 der zweiten Lage nicht rnog- 
lich. Die Anordnung der Fig. 6 und 7 greift daher auf 
zwei rechteckige langliche Verdrahtungsadapter 52, 54 
(typischerweise etwa 2J5 x 15 mm) zuruck. Der erste 
Adapter 52 ist auf den von dem Chip 44 freigelassenen 
Teil der Oberseite des Chips 40 geklebt Der zweite 
Adapter 54 ist aufseiten des Chips 40 auf den Chip 44 
der zweiten Lage geklebt Die ersten AnschluBbereiche 
bzw. AnschluB-Pads 56 bzw. die zweiten AnschluBberei- 
che bzw. AnschluB-Pads 58 jedes Adapters 52, 54 sind 
langs der beiden einander gegenuberliegenden Rfinder 
angeordnet, die zu den langen Seiten der Chips parallel 
veriaufen. Die AnschluB-Pads 56, 58 sind miteinander 
fiber Leiterbahnen 60 verbunden, die zu den kurzen 
Seiten der Chips parallel veriaufen. Eine Folge von vier 
VerbindungsdrShten 64, 66, 68, 70 sind zur Verbindung 
der Ausgangs-Pads 46 der Chips 40 und 44 mit den 
leitfahigen Bereichen bzw. leitfahigen Pads 62 des Sub- 
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AnschluB-Pads 56 des Adapters 52 mit den Ausgangs- 
Pads 46 des Chips 40. Die Drahte 66 verbinden die er- 
sten AnschluB-Pads 56 des Adapters 54 mit den Aus- 
gangs-Pads 46 des Chips 44 der zweiten Lage. Die Drah- 
te 68 verbinden die zweiten AnschluB-Pads 58 des 
Adapters 54 mit den ersten AnschluB-Pads 56 des Adap- 
ters 5Z Die Drahte 70 schlieBlich verbinden die zweiten 
AnschluB-Pads 58 des Adapters 52 mit den leitfahigen 
Pads 62 des Substrats 20. Man sieht somit, daB die Ver 



Rands 82 verteilt Dieser Rand 82 ist der kurzen Seite 
des Chips 16B benachbart angeordnet, welche ihrerseits 
m der Nahe der leitfahigen Bereiche bzw. leitfahigen 
Pads 84 des Substrats 20 angeordnet ist Verbindungs- 
15 drahte 86 sind zwischen die zweiten AnschluB-Pads 80 
der Adapter 72 und die benachbarten leitfahigen Pads 
84 des Substrats geschweiBt Der Rand 76 jedes Adap- 
ters 72 ist der nachstgelegenen Reihe von axialen Aus- 
gangs-Pads 14 des Chips 16B angeordnet, auf welchen 
20 er geklebt ist Verbindungsdrahte 88 verbinden die Aus- 
gangs-Pads 14 mit ersten AnschluB-Pads 74, die lanes 
des Rands 76 angeordnet sind 

^r Rand 78 jedes Adapters 72 ist einer langen Seite 
des Chips 16B benachbart angeordnet, auf welchen er 
geklebt ist Diese lange Seite ist ihrerseits einer Reihe 
von Ausgangs-Pads 14 eines daninterliegenden Chips 
16A der ersten Lage benachbart angeordnet Verbin- 
dungsdrahte 90 verbinden diese Pads 14 mit den ersten 
AnschluB-Pads 74, die langs des Rands 78 angeordnet 
30 sind 

Eine Anordnung wie lene der Fig. 8 und 9 kann in 
bestonmten Fallen zum Uberkreuzen der die ersten und 
zweiten AnschluB-Pads 74, 80 in den Verdrahtungsadap- 
tern verbindenden Leiterbahnen ffihren. In einem sol- 
as chen Fall sind die Adapter 72 mit mehreren Leiterni- 
veaus ausgebildet Diese beiden Niveaus kdnnen entwe- 
der durch Vielschichtanordnungen auf ein und dersel- 
ben Seite eines isolierenden Plftttchens oder durch An- 
ordnungen erhalten werden, bei welchen die Leiterebe- 
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Pads 46 in einer dreidimensionalen Anordnung mit rela 
tiv kurzen Verbindungsdrahten ermdglichen. 

Fig. 8 und 9 zeigen eine Anordnung von vier Chips 16 
des in Fig. 3 dargesteDten Typs auf einem Substrat 20. 
Es handelt sich ebenfalls um eine dreidimensionale An- 
ordnung. Eine erste Lage von Chips ist von zwei Chips 
16A gebildet, die auf das Substrat geklebt sind, wobei 
ihre kurzen Seiten ebenso wie ihre Reihen von Aus- 
gangs-Pads zueinander ausgerichtet sind und wobei ihre 
jeweiligen langen Seiten zueinander benachbart ange- 
ordnet sind Die zweite Lage ist von zwei Chips 16B 
gebildet, die mit ihrer Unterseite auf die Oberseiten der 
Chips 16A der ersten Stufe geklebt sind Die Chips 16B 
sind gekreuzt angeordnet derart, daB die axialen A us 



renden Piattchens gebildet sind wobei an geeigneten 
Stellen die beiden Seiten verbindende metallisierte L6- 
cher vorgesehen sind In diesem letzteren Fall ist es 
nicht erforderlich, die aufgeklebte Seite durch eine zu- 
45 satzliche dielektrische Schick 

der elektrischen Isolierung wird durch die Passivie- 
rungsschicht des Chips und durch den Kleber sicberge- 
stellt Jedenfalls wird in der Mehrzahl der FaDe die To- 
pologie der anzuschlieBenden Ausgangs-Pads komnati- 



raas <k> in einer dreidimensionalen Anordnun? mit rela- 
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terniveau aufweisen. 

Die vorstehend beschriebenen AusfOhrungsformen 
konnen m verschiedener Weise abgewandelt werden, 
ohne vom Rahmen der Erfindung abzuweichen. Wenn 
bspw. die Chips der Fig. 8 und 9 durch Chips des in 
Fig. 1 dargesteDten Typs ersetzt werdea kann man eine 
ahnkche Anordnung mit gekreuzten Paaren vorsehen, 
bei welcher man nur zwei Verdrahtungsadapter, bspw 
72, an diagonal gegenuberliegenden Stellen auf den 
60 Chips der zweiten Lage einsetzt 

In der Anordnung der Fig. 8 und 9 kdnnen zwischen 
die beiden Lagen der Chips 16A und 16B Fullstucke 
eingebracht werden. Sofern diese Fullstucke gerinefO- 



„, " D " t ~v ~?7" • j ■• — r".™ tu nua ~ #6 Weinere Abmessungen aufweisen als die CIuds. ist es 

gangs-Pads der Oups 16Ader ersten Ugefreiliegen. So « moglich, auch am Umfang angeordnete AwnS£££ 
sind die kurzen Seiten und die Reihen von Ausgangs- der Chios der ersten ZZ7» ^ w 

Pads der Chips 16B der zweiten Lage zur Richtung der SS^S^^^SSS^"* * aU ° h 
langen Seiten der darunterliegenden Chips paraUefver- SSSS^^SS^S^^. 
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messungen der Adapter, wie sie in Fig. 5 dargestelh 
sindl Man kann ferncr auf die Adapter 72 ein oder 
raehrere isolierende FflJlstQcke kleben, die die Aufgabe 
haben, die Verbindungsdrahte 86, 88 in dem Fall zu 
schutzen, daB in der Nahe eine metallische Abdeckung 5 
(Gehause) angeordnet ist 

Paten tanspruche 

1. Verfahren zum AnschlieBen von Ausgangsberei- 10 
chen eines Chips mit integrierter Schaltung (16; 40, 
44% der mit seiner Unterseite auf einem Substrat 
(20) befestigt ist, wobei die Ausgangsbereiche auf 
der Oberseite des Chips angeordnet sind und zu- 
mindest einige der Ausgangsbereiche (14; 46) an 15 
einer anderen Stelle als am Umfang der Oberseite 
des Chips angeordnet sind, dadurch gekennzeich- 
net, 

daB man wenigstens einen Verdrabtungsadapter 
(22; 52, 54; 72) in Form eines Plattchens einsetzt, 20 
dessen Oberseite erste AnschluBbereiche (24; 56, 
74) langs wenigstens eines ersten Rands, zweite An- 
schluBbereiche (28; 58; 80) langs wenigstens eines 
zweiten Rands und elektrische Verbindungen (32; 
60) zwischen den ersten und zweiten AnschluBbe- 25 
retchen aufweist, 

daB man den Verdrahtungsadapter mit seiner Un- 
terseite auf die Oberseite des Chips aufklebt derart, 
daB der erste Rand einer Reihe von Ausgangsberei- 
chen (14; 46) benachbart angeordnet ist, weiche an 30 
einer anderen Stelle als am Umfang der Oberseite 
des Chips angeordnet sind, und der zweite Rand 
dem Umfang des Chips benachbart ist, und 
daB man Verbindungsdrahte (34, 36; 64, 66, 68, 70; 
86, 88, 90) einerseits zwischen die Ausgangsberei- 35 
che der Reihe und die ersten AnschluBbereiche und 
andererseits zwischen die zweiten AnschluBberei- 
che und leitfahige Bereiche des Substrats schweiBt 
Z Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, 40 
daB der Chip (16) rechteckige Gestalt aufweist und 
zwei zu seinen kurzen Seiten parallel verlaufende 
Reihen von Ausgangsbereichen (14) aufweist, wei- 
che in der Nahe einer Mittelachse angeordnet sind, 
und 45 
daB man auf die Oberseite des Chips zwei Verdrah- 
tungsadapter (22; 72) klebt, von denen jeder etwa 
die Halfte der Oberflache des Chips einnimmt, wo- 
bei der erste Rand jedes Verdrahtungsadapters ei- 
ner der beiden Reihen von Ausgangsbereichen des 50 
Chips benachbart angeordnet ist 
3. Mehr-Chip-Modul, umfassend 
Chips mit integrierter Schaltung (16; 40, 42, 44), die 
mit ihrer Unterseite auf einem Substrat (20) befe- 
stigt sind und auf ihrer Oberseite Ausgangsberei- 55 
che aufweisen, wobei wenigstens einige der Aus- 
gangsbereiche (14; 46) an einer anderen Stelle als 
am Umfang der Oberseite des Chips angeordnet 
sind, und 

AnschluBmittei zum AnschlieBen der Ausgangsbe- 60 
reiche an das Substrat, dadurch gekennzeichnet, 
daB die AnschluBmittei wenigstens einen Verdrah- 
tungsadapter (22; 52, 54; 72) in Form eines Platt- 
chens umfassen, dessen Oberseite erste AnschluB- 
bereiche (24; 56; 74) langs wenigstens eines ersten 65 
Rands, zweite AnschluBbereiche (28; 58; 80) langs 
wenigstens eines zweiten Rands und elektrische 
Verbindungen (32; 60) zwischen den ersten und 
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zweiten AnschhiBbereichen aufweist, 
daB der Verdrahtungsadapter mit seiner Unterseite 
auf die Oberseite eines Chips derart aufgeklebt ist, 
daB der erste Rand einer Reihe von Ausgangsberei- 
chen (14; 60) benachbart ist, die an einer anderen 
Stelle angeordnet sind als am Umfang der Obersei- 
te des Chips, und der zweite Rand dem Umfang des 
Chips benachbart ist, und 

daB Verbindungsdrahte (34, 36; 64, 66, 68, 70; 86, 88, 
90) einerseits zwischen die Ausgangsbereiche der 
Reihe und die ersten AnschluBbereiche und ande- 
rerseits zwischen die zweiten AnschluBbereiche 
und leitfahige Bereiche des Substrats geschweiBt 
sind. 

4. Mehr-Chip-Modul nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, 

daB die Chips rechteckige Gestalt aufweisen und 
jeweils eine Reihe von Ausgangsbereichen (46) um- 
fassen, die zu ihren Iangen Seiten parallel verlauf en, 
daB zur Bildung einer ersten Lage von Chips we- 
nigstens zwei Chips (40, 42) auf das Substrat (20) 
aufgeklebt sind, wobei ihre kurzen Seiten zueinan- 
der ausgerichtet und zwei lange Seiten benachbart 
sind, und zur Bildung einer zweiten Lage von Chips 
wenigstens ein zusatzlicher Chip (44) mit seiner Un- 
terseite auf die Oberseiten der beiden benachbar- 
ten Chips der ersten Lage geklebt ist, wobei der 
Chip der zweiten Lage derart angeordnet ist, daB 
seine kurzen Seiten zu jenen der darunterliegenden 
Chips ausgerichtet sind und seine langen Seiten 
derart versetzt sind, daB die Reihe der Ausgangsbe- 
reiche der darunterliegenden Chips freiliegt, 
daB ein erster Verdrahtungsadapter (52) auf den 
Teil der Oberseite eines ersten Chips (40) der ersten 
Lage geklebt ist, der von dem Chip (44) der zweiten 
Lage freigelassen ist, und ein zweiter Verdrah- 
tungsadapter (54) auf den Chip (44) der zweiten 
Lage geklebt ist, wobei der zweite Rand des zwei- 
ten Verdrahtungsadapters jener langen Seite des 
Chips der zweiten Lage benachbart ist, die ober- 
halb des ersten Chips der ersten Lage angeordnet 
ist, wobei die ersten und zweiten AnschluBbereiche 
(56, 58) jedes Verdrahtungsadapters (52, 54) langs 
der beiden entgegengesetzten, zu den langen Sei- 
ten der Chips parallel verlaufenden Randern ange- 
ordnet sind und mittels parallel zu den kurzen Sei- 
ten der Chips verlaufender, elektrischer Verbin- 
dungen (60) verbunden sind, und 
daB erste Verbindungsdrahte (64) zwischen die er- 
sten AnschluBbereiche des ersten Verdrahtungs- 
adapters und die Ausgangsbereiche des ersten 
Chips der ersten Lage geschweiBt sind, zweite Ver- 
bindungsdrahte (66) zwischen die ersten AnschluB- 
bereiche des zweiten Verdrahtungsadapters und 
die Ausgangsbereiche des Chips der zweiten Lage 
geschweiBt sind, dritte Verbindungsdrahte (68) zwi- 
schen die zweiten AnschluBbereiche des zweiten 
Verdrahtungsadapters und die ersten AnschluBbe- 
reiche des ersten Verdrahtungsadapters ge- 
schweiBt sind und vierte Verbmdungsdrahte (70) 
zwischen die zweiten AnschluBbereiche des ersten 
Verdrahtungsadapters und leitfahige Bereiche (62) 
des Substrats geschweiBt sind. 

5. Mehr-Chip-Modul nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, 

daB die Chips rechteckige langiiche Gestalt aufwei- 
sen und jeweils wenigstens eine Reihe von Aus- 
gangsbereichen (14) umfassen, die parallel zu ihren 
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*w - kurzen Seiten verlaufen und in der Nahe einer Mit- 

telachse angeordnet sind, 
• * daB zur Bildung einer ersten Lage von Chips we- 

nigstens zwei Chips (16A) auf das Substrat (20) auf- 
gekJebt sind, wobei ihre kurzen Seiten und Aire 5 
Reihe von Ausgangsbereichen zueinander ausge- 
richtet sind und zwei lange Seiten jeweils benach- 
bart sind, zur Bildung einer zweiten Lage von Chips 
wenigstens zwei zusatzliche Chips (16B) mit ihrer 
UntereeiteaiifdieObei^tederbeidenbeiiaclibar- 10 
ten Chips (16A) der ersten Lage geklebt sind, wobei 
die Chips der zweiten Lage mit ihren kurzen Seiten 
und ihren Reihen von Ausgangsbereichen parallel 
zur Richtung der langen Seiten der darunterliegen- 
den Chips ausgerichtet angeordnet sind und mit 15 
ihren jeweiligen langen Seiten im Abstand vonein- 
ander angeordnet sind, so daB die Reihen von Aus- 
gangsbereichen der darunteriiegenden Oups frei- 
liegen, 

daB wenigstens zwei Verdrahtungsadapter (72) auf 20 
die beiden Chips (16B) der zweiten Lage an diago- 
nal gegenuberliegenden Stellen geklebt sind, wobei 
erste AnschluBbereiche (74) jedes dieser Verdrah- 
tungsadapter langs zweier zueinander orthogona- 
ler Rfinder (76, 78) verteilt sind, die jeweils einer 25 
Reihe von Ausgangsbereichen des Chips (16B> auf 
welchen dieser Adapter geklebt ist, sowie zu einer 
Reihe von Ausgangsbereichen eines darunteriie- 
genden Chips (16A) benachbart und jeweils mit 
Ausgangsbereichen (14) dieser Reihen Qber ange- 30 
schweiBte Verbindungsdrahte (88, 90) verbunden 
sind 

6. Mehr-Chip-Modul nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Chips jeweils zwei Reihen 
paraUeler Ausgangsbereiche umfassen, die ihrer 35 
Mittelachse benachbart sind und daB jeder Chip 
(16B) der zweiten Lage zwei Verdrahtungsadapter 
(72) aufweist, die auf seine Oberseite geklebt sind, 
und jeweils etwa die Halfte der Oberflache dieses 
Chips einnehmen. 



Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen 



50 



55 



60 



ZBCHNUNGEN SEITE 1 Nummer: ^ DE19S17 387 A1 

IntCI. 6 : H 01 L 23/628 

Offenlegungstag: 23. November 1995 




508047/582 



ZE1CHNUNGEN SETTE 2 



Nummer: 
Int a. 6 : 

Offenlegungstag: 



H01L 23/528 

23. November 1995 




508047/582 



ZEJCHNUNGEN SEITE 3 



Nummer: 
Int O. 6 : 
Offenlegungstag: 



DE 195 17 367 A1 
H01L 23/528 

23. November 1995 




ZE1CHNUNGEN SETTE 4 



Nummer: 
Int CI. 6 : 

Off enleg ungstag : 



DE 196 17387 At 
H01L 23/528 

23. November 1995 




508047/582 



